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El presente Informe

criterios
grganizar

Tarjetas

técnicos
integramente

Electr&nicas

VI

UmMEN

Técnico define vy expone los
ministrativos wutilizados para
n Taller de FReparacion de

Digitales, Y analiza los

beneficios econbGmicos qué una compania puede obtener

al hacerlo.

profesional del autor durad

El campo de accibn

medic es tan amplio,

oficina sea

disfrute de

Este trabal]

ésta decaréac

los avances

o se deriva de una experiencia

nte el periodo 1981 - 1982.

e la informatica en nuestro
existe empresa, industria u
r piblico o privado, que no

tecnolbégicos de la electrénica

en este campo. Existen | tantas marcas vy modelos de
equipos de computacidon | asi como distribuidores vy
representantes de las distFntas marcas. Asi mismo,

existen empresas grandes vy

comercializacidn

Dentro

grupc de

pequenas, que se dedican & la
equipos antes mencionados.

empresas grandes, en nuestro




medic, hay companias,

econbmica, pueden desech

reemplazarlas estas po

complejidad con que es

cumpliendo peoliticas est3

dichos equipos. Otro gn

tienen la capacidad econd

tarietas dafadas por bd

procediende luego a envid

centros especializados en

el exterior.

En cambio, otras tan

gastos enormes que signi

completo de tarjetas para

gastos de reparacibn por t

del pais, decidieron c

locales, para satisfacer

sis necesidades propias.

Vil

que debido a su capacidad

ar las tarjetas dafadas,

Y

r buenas, tal wvez por 1la

tan construidas, O quizas

blecidas por el fabricante de

upo de companias, simplemente

mica de poder intercambiar las

enas que mantienen en stock

rlas a reparar las daradas a

ectos menesteres existentes en

tas empresas, al analizar los

ficaba el mantener un stock

satisfacer la demanda y los

ener que enviarlas éstas fuera

rear centros de reparacidon

Este

es el caso al que hace referencia este Informe Técnico.

El autor al haber

P

la organizaciétn, evaluaci

de un Taller de esta

elaborar este Informe con

articipado en forma directa en

Gn y  puesta en funcionamiento

haturaleza, considerd oportunc

£l fin de que otras personas o




Vi1l

instituciones adquieran 13 informacidén basica pertinente

y, en los casocs que guard?n compatibilidad de objetivos,

se beneficien de su contenido en la medida gque requiera

la aplicacitn.




LI R I R L

INDICE NERAL
RESUMEN. .ccossawsms e
INDICE GENERAL ........ .
INTRODUCCION........ st

Capitulo 1.-

PLANTEAMIENTO DEL PROR

1.1.- Antecedent
1.2.— Criterios f
Capitulo 2.-

CRITERIOS DE SELECCION

2.1.— Selecciétn d

Medici6on vy

2.2.— Seleccién d

Taller.....

2.3.- Seleccidn d
Capitulo Z.-

DEFINICION DEL SISTEMA

J.1.— Definicién

Bas =

3.3.— Procedimien

Z.4.— Determinaci
Operacibtn..

J.2.- Sugerenciasg

IEHA..
= ——

senerales

Drganizaci&n del Taller....

L I A
---------
------

DE RECURS0S5.

e Equipos de
Prueba. ..veacccans

e Herramientas del

e Recursos Fisicos.

DEL TALLER......

General

to Operativo....
on de Costos de

L R A B I R A e

Técnicas.

PAG.

VI

IX

XI

14

15

18

20

40

41

434

48

o
r



CONCLUSIONES Y RECOMENDAQCIONES............... B6

APENDICES. c c cvvescsasscdonsnnsosnncnscnsmnnses « 71

BIBLIOGRAF IR v vie cin aie miw wid mie win wis aiw wim won wiw wim wiow wa v P




INTRO

Las empresas dis

computacion, en el pais, ?

de 1981), empresas dedi}

estos equipocs, luego de

mantenimiento Preventivo

la manc de obra emplead

partes (intercambio de pi

repuestos., que generalment

digitales, una vez int

bDucCCcCION

ribuidoras de equipos de

ran hasta hace poco (hablando

cadas a la comercializacién de

ello, ofrecian un contrato de

y Correctivoc que cubria tanto

asi como el suministro de

zas buenas por danadas). Estos

e eran tarjetas electrédnicas

ercambiadas, se procedia a

enviarlas al exterior (ge&eralmente se esperaba hacer un

grupo de tarjetas danadas

reparaciton, luego de un ti

meses se recibia la tarje

la misma que se envib

seguridad de que estuvi

muchos casos en los que se
tarjeta

que supuestament

reparen por segunda ocasid

para enviarlas) para su debida

Empo, que podia ser de hasta 6

ta reparada (no siendo siempre

la que develvian y sin la

era debidamente reparada (hubo

tuvo que enviar nuevamente la

€ vino reparada para que la

). Esto ocasionaba un doble
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perjuicic para la coﬂpaﬁia: de tiempo, ya qgue
supuecstamente <se contaba con es tarjeta para alguna
emergencias; y, econtomico, ya gque se ocasionaban gastos
repetidos, comc tramites| de aduana y transporte.

Todos estos problema

servicio analicen muy

(4]

tomaran la decisién de h

local, ya que se

capacitado,con los diagramas de

maguinas en stock o tra

cliente para proceder a

-

una vez reparada la tarje

Sin embargo se

comc con qué equipos de

lugar donde hacerlas,

entre otras cosas.
Hubo

que conseguir

fabricantes para gquienes ng era muy

-

que estos talleres se

ccasionaria mermas econdmid

todo esto, se

s

H

L’

E hicieron que los

yailando en

acer

gerentes de

etenidamente la <situacidbn vy

cer las reparaciones en forma

contaba con el personal debidamente

las tarjetas vy con las
la oficina de algun
las pruebas respectivas

a.

prasentaban ciertas dificul tades,

a

com]

consigui

ueba hacer las reparaciones,

gquién asignarle este trabajo,

cierta informacion, de los

conveniente permitir

lencen a constituir, vya que

as a sus empresas, a pesar de

& dicha informacidn vy con




informacién adicional gy

revistas especializadas vy
pudoc lograr

tema, se

de Reparacidon de Tarjetas
de

La crbénica esta

informe, en el cual se pr

deben seguir para orga

Capitulo 1 =e plantean

taller y ciertos criterio

-
“

El Capitulo

cuenta para la

herramientas, y los recun

-
-

Capitulo explica comao

analisis de tipo
Técnicas.
Recomendaciones a

empleada para la realizaci

e

explica

seleccidgn

econGml

segulr
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se obtuvo de catalogos,

articulos escritos sobre el

pomer en funciocnamiento el Taller

Electrénicas Digitales.

experiencia, consta en este

tende resumir los pasos que se

izrar el Taller. Asi, en el

os antecedentes para crear el

generales.

los criterios tomados en

de los equipos de prueba,

SOS fisicos necesarios. E1l

funciona el taller, hace un

co vy da ciertas Sugerencias

Finalmente EF encuentran Conclusiones vy

asi como la HBibliografia

s

tn de este informe.




cCAaPI

PLANTEAMIEN]

En este capitulo

principales que hiciero+

creacion de un taller
electrbonicas.

Asi, en la secd
antecedentes mas impor
eécta idea, haciendo énf
aspecto econémico que
la hora de tomar la

funcionamiento.
La seccibn 1.2 hace

generales que se deben tom

fundamental de obtener exc

14

TULO I

0 DEL PROBLEMA

se exponen los motivos
nacer la idea de la

de reparacidn de tarjetas
i6n 1.1 se detallan 1los
tantes que permiten revelar
asis en forma ecpecial al
es un factor determinante a

decisibon de su puesta en

un analisis de los criterios

ar  en cuenta con el objeto

plentes resul tados.




1.1 ANTECEDENTES

Con el advenimiento

por parte de William Shi

hekley,

15

del transistor en el afro 1948

jefe del grupc, Walter

Brattain y John Bardeen dl Laboratorics Bell, lo cual le

significtd ganarse el Pr*mio Nobel de Fisica, vy del

circuitoc integrado en

incontenible de la electrd

el afc 1958, el desarrollo

ynica y la microelectréonica dio

lugar a la creacitn y deTarrnlln de nuevos computadores

periféricos. Asi

¥

beneficiada con

estos adelantos también fdu

En el area de
compuestos en
comunmente 1llamados
tarjetas electrbnicas
mayoria por

por circuitos digitales vy

log
SU gran may
tarjetas
sSony

circuitos dig

MisSmo, la industria se vio

los adel?ntos de la electrbnica, ya que

eron aplicados a su area.

computadores, estos estan
oria por médulos electrdnicos,
electrénicas. Estas
disernadas y construidas en su
itales., algunas son disenadas

rircuitos analdégicos, es decir

circuitos hibridos y final

ente algunas son disefadas y

construidas aunque en su minoria de circuitos analdgicos

Unicamente. En la

diferencia ya que la

electrénicos se

may

encuentrai

industria existe una pequefa

hria de las tarjetas o méGdulos
constituidos

N por circuitos




analégicos vy circuitos

constituidos por circuitos

escasos atun  los  que 54

circuitos puramente analb?

En el Ecuador alreded

recibir la influencia y &

-

partir de ese afc, el incH

se iban desarrollando cad
desarrcllo de la industri
etc.

Las méd

tarjetas o

esten eéstas compuestas

condensadores. transistora
son suceptibles de danos.
el

Junto con

mismos que =e iban vendien

ior del afo

a ano,

=5

incremento
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digirales siendo los puramente

digitales wuna minoria vy mas
encuentran constituidos por
icos.

19469 se comenzd a

veneficic de la Computacitn y a

ementac de nuevos modelos que

fueron influyendo en el

el comercio, la educacién

ulos electrdnicos en general,

por resistencias, diodos,

circuitos integrados, etc,

de nuevos modelos, los

do en nuestro mercado y de las

diferentes marcas, las mismas que asi mismo iban
incrementandose, fue aumentando el namero de maguinas
instaladas en el medio. De la misma manera comenzaron

a presentarse problemas
electrénicos asi como prob

ajustes mecanicos,

eléctriq

en las tarjetas de circuitos
lemas del tipo mecanico y/oc de

fos o electrénicos. Los daros
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mas graves siempre han sido 1los ocurridos en las
tarjetas electrénicas, provocando a los distribuidores
locales de éstas maquinas, tener que aprovisionarse de
estas tarjetas o m6dulos para que sus clientes tengan el
menor tiempc sus maguinas |sin funcionar y estén de esta
manera satisfechos procediendo luego al envio de estas
tarjetas o médulos electridnicos al exterior para que

sean debidamente reparadag.

Como se mencionaba apteriormente, el avance de la
tecnologia empujaba al disero y fabricacidn de nuevos
modelos, generalmente mejorados que vya no tenian los
mismos componentes en su diserno, es decir las tarjetas

electrénicas que los compenian eran otros diferentes de

tal manera que ecstos se sumaban a los ya existentes y de
esta manerase se iba incrementando el nameroc de
repuestos que debian tener los distribuidores en su
inventario para poder brindar un buen servicic a sus
usuariocs, ya gue el fabricante les exigia mantener un
minimo nuamero de tarjetas de repuesto por un numero

determinado de maquinas |vendidas, inflando de ésta

manera el presupuesto del inventario.

De ahi, practicamemte surgid la idea, debido a 1la
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nececidad de reducir 1los| gastos, de la creacion del
taller de reparaciones |para poder reparar localmente
dichas tarjetas o médulos electrénicos vy evitarse de
ésta manera hacer gastos| onerosos en el envio de éstos

madulos a repararse al exterior.

1.2 CRITERIOS GENERALES

Tomando en considerfacién, lo expresado en la
secciétn anterior y condciendo de la existencia de
informaciébn referente a| la creacidn de talleres de
reparaciéon de tarjetas |electrénicas por parte de los
fabricantes de los compulfadores vy microcomputadores se
procedid a hacer una redoleccion de informacion, sacar

de ellas un resumen para luego aplicar éstos

conocimientos a la creaci de talleres de reparacitn de

tarjetas electrénicas v/o médulos en forma particular,

es decir no trabajar co empleado de ninguna empresa
sino mas bien poderles offpecer este servicio tanto a
eécstas empresas como a la industria y al comercio en

general.

Hay que tener muy claro a quien se le va a brindar

el servicio, ya que el mismo, se lo puede ofrecer a una




compania que a pesar de ser

quiera hacer la inversipn

reparaciton de las tarjetas),

empresa que aln tenien

reparaciones no se alacahc

reparaciones internas, por

debe ofrecer al plablico en
grupo de

personas o empr

en el exterior, aunque ex

tipo de maquinas en el pais,

equipoc no se percatdb qu

entiéndase, marca model

Y
distribuidor que 1o auxili

equipos.

general,

istiece

19

distribuidora de equipos., no

de tener un taller para la

o puede ser el casc de una

do su propic taller de

e a cubrir la demanda de

ultimo, éste servicio se lo

especialmente a ese

Fsas que compraron sus eguipos

distribuidor para ese
o simplemente al comprar el

de ese tipo de maquinas,

a, noc existe en el pais un

en casos de fallas de los



CAPII

CRITERIOS DE SELE

La selecciétn de 10#

contar el taller de repar
realizada ern bace a
propiamente dicho, es dd

tarjetas o mbdulos electrén

For 1o general, la

reparar tarjetacs de

sus periféricos, sean

controladores, inter fases,
quienes prefieren dedicarse
industria en particular, pe
nameroc de profesionales qu

las reparaciones bien puede

-

micrdcomputadores,

qstus,

uL o II

ICCION DE RECURSOS

recursos con los que va a

acién de tarjetas debe ser
las necesidades del taller
cir, depende del tipo de

icos gque van a ser reparados.

tendencia actual es la de

computadores vy
"mother

las boards",

etc. Existen sin embargo

a hacer reparaciones para la
escaso el

ro a pesar de ser

F se dediquen a este campo de

ser una fuente de ingreso

20



para muchos de ellos o fut

uros profesionales va
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que los

médulos o tarjetas si bﬂen no son los mismos, son muy

semejantes.

En el campo de la inflormatica,

la tecnologia avanza

bastante ré&apido vy siem#re se encuentran novedades en

disenc, montaje, etc, de

como de nuevos circuitos

mercado.

El presente capitulo

las

integrados

presenta

tarjetas

en

c moédulos, asi

introducidos en el

2o

la seccidn 1

para realizar esta

la seleccibn de equipmr de Medicidén vy FPrueba, los
mismos que sSson muy importantes
actividad vy necesitan ser de la

poder ofrecer y realizar ur

n excelente

-

La seccidn 2o

comunmente usadas

buena calidad.

muestra

las

en el taller y asi

La seccion 2.3 indica la
seleccionar tanto el lugar donde
taller asi como las nedesidades

.

trabajar.

de

mejor calidad para
trabajo.
herramientas méas

mismo deben ser de

mejor manera de

va a funciaonar el

mobiliario para
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2.1 SELECCION DE EQUIFOS qE MEDICION Y PRUEBA

La seleccitn de los

debe hacerse en base al tijpo

van a ser reparadocs.

Si bien es cierto que
los Diodos, Resistencias,
de los Circuitos Integrad
elementos nombrados una v
gque en cierto modo obliga
mas de un instrumento de m
capacitorecs de

rango dife

todos los elementos antes

Se debe analizar prim

médulos que se van a repar

de instrumentos necesarios

MULTIMETRO

equipos de medicion y pruebas

de tarjetas o médulos que

Condencsadores y Bobinas, a m&as

DS, existe en cada uno de los
Friedad de cada uno de ellos
f considerar en algunos casos,
pdicidn para medir por ejemplo
rente

y asi con practicamente

pencionados.

eramente el tipo de tarjetas o

ar para determinar asi el tipo

Lo basico para wun taller de reparaciones es el
multimetro:
Como bien se sabe existen dos tipos de multimetros, el

los elementos mas comunes sonljm_,o

TEC.




digital y el analbgico.

MULTIMETRO DIGITAL

Este debe tener las s

iguientes caracteristicas:

a) Debe permitir hacer mediciones de voltaje,

resistencia y corriente, bajo las siguientes

condiciones:
VOLTAJE DC 0 - 1000 VOLTS. S RANGOS
VOLTAJE AC 0 - 750 VOLTS. S RANGOS
CORRIENTE DC 0 - 2 AMPERIOS 5 RANGOS
CORRIENTE AC 0 - 2 AMFERIOS S RANGOS
RESISTENCIA 0 - 20 MEGAOHMS S RANGOS
DIODAS 1 RANGO

b) Debe tener al menos 4 %|digitos, no muy peguefros

( 1 % cm. de alto )

c) La exactitud no debe sef menor al 0.05%.

d) El1 display debe ser| de cristal liquido (LCD

display).

e) Debe tener proteccidn dT sobrecarga.

f) Las puntas de prueba

seguridad al operador.

g) Debe

tener la capad

con AC o con baterias.

deben ofrecer proteccién

idad de poder trabajar

e

¥



MULTIMETRO ANALOGICO

24

Este dispositivo debe tener las siguientes

caracteristicas:

a) Debe permitir hacer

las mediciones de voltaje,

resistencia vy corriente bajo las siguientes
condiciones:
VOLTAJE DC 0o - bop VOLTS
VOLTAJE AC 0 — 600 VOLTS
CORRIENTE DC 0 — &00 MILI AMPERIOS
RESISTENCIA o - 20 MEGAHOMS

b) Debe tener una sensitividad de 20.000 Ohms por

voltio dc y 5.000 ohms por

voltioc ac.

c) La exactitud debe ser +r—- 3% en dc y +/— 4% en ac

CAPACIMETRO

Adicionalmente se reqguiere de un capacimetro ya que

a pesar de poder realizar ciertas mediciones con el

multimetro, podemos en algd
valor exactoc de algun cad

hace necesaria su presencid

in  momento requerir saber el
acitor, de tal manera gue se

en el taller.

Las caracteristicas JUE se recomiendan debe tener




este capacimetro son las 35

a) El rango de medidg

Farad en por lo menos unog

25

b) La exxactitud debe ser de 0.5%

c) Debe ser digital y tengr

menos 4 digitos.

d) En lo posible debe te

trabajar tanto con la ener

con pilas.

MEDIDOR DINAMICO DE TRANSI

E=s un instrumento

csean estos NFN o FPNFP

Y

potencia.

Este instrumento de
anteriores asi como poder
transistor en prueba desde

La

particularidad

instrumento de medicibn es

transistores tanto dentro d

iguientes:
itn debe ser de 0.1 pf a 1
10 rangos.
un display de por lo
ner autorango y debe poder
pia de la calle asi como
STORES

que permite medir transistores

de proposito general o de

AE tener las caracteristicas

medir la ganancia {(hfe) del
0O hasta 100.
mas importante de este

que debe permitir medir los

omo fuera del circuito.




TRAZADOR DE CURVAS

Este instrumento

compara visualmente,

digitales, analdgicos

componentes reactivos

con una nica condidg

prueba o el circuito en

apagado, es decir

poclarizacién aplicados a &l

a) Debe detectar 1la ca

semiconductores vy

fugas, ruido, cortos vy

b) Debe tener un modo

alternos de la forma de

bajo prueba asi como

buena.

c) La operatoria del

que la tarea de reparacitn

d) Debe tener controles de

horizontal para poder encen

e} Debe tener dos o tr

poder medir diferentes {4

circuitos.

dispositivos

déntro

ion,

pacidad

dispnshtivos

instrumento debe

26

evalua cualitativamente vy

semiconductores

- hibridos, asi como

o fuera del circuito,

que el elementoc bajo

donde se encuentra este

no debe tener voltajes de

operacional de 1los

reactivos, detectando

rupturas del semiconductor.

de comparacidn con displays

onda, tantoc de la tarjeta

de una tarjeta conocida

ser simple para
sea rapida.

brillo, centrado vertical vy

ar el instrumento.

es rangos de impedancia para

ipos de dispositivos vy
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OSCILOSCOPIO

Este instrumento de |medicién deberda utilizarse en
conjunto con un generador |[de sefales y una fuente de

poder para la realizacién de pruebas "en vive" o "en

caliente", es decir can voltajes de polarizacibn
necesarios para activar lla tarjeta y estar en capacidad
de aplicarles senales (c el generador de senales) a
los circuitos, para observar su comportamiento de
acuerdo a las tablas de verdad (en el caso de los C.I1.)
aplicable a cada elemenvo, o en su defecto poder
observar sefales de tiempo| en los pines de salida de los

circuitos.

Este osciloscopio debe reunir las siguientes
caracteristicas como minimg:
a) Debe suministrar un tragzo de calidad
b)Y Gran flexibilidad de operacion,
c) Sensitiviqad vertical S mv/division
Ancho de banda 20 mhz minimo
Doble trazo
Disparo retrasado
Pantalla de aproximadamJnte 10x10 cms.

d) Modos de despliegue




1.- Canal 1
2.— Canal 2
3.— Canad 2
4.- Canal 1 6 2 altern

Mezclados los cana

GENERADOR DE SERALES

Este no es instru

28

sumado (normal e invertido) al canal 1

]:5 con una velocidad de 500 khz

ntc de medicidn pero debe

considerarseloc en esta secpidn debido a que junto con el

osciloscopio vy la fuente d
continuaci6on, trabajan en
Sus caracteristicas
siguientes:

a) Las serales que genere ¢

1.—- SINUSOIDAL

4
<

-— CUADRADA

3.— TRIANGULAR

poder de la que se hablara a

ronjunto.

minimas deben ser las

Heben ser al menos:

b) Los niveles del voltaj+ de la semal con los gue

debe trabajar este genefrador debe ser de O a +10
volt. regulable.
c) El rango de frecuencias |con el que debe trabajar

es de O a 100 Kilohertz, 571&ccionab195 por etapa.




d) Debe tener un display d
voltaje como la frecuencid

trabajando.

FUENTE DE PODER

24

igital para controlar tanto el

a la gue se encuentra

Al igual que el gLnerador de senales mencionado

antes, este no es un instn

hecho de tener que &

osciloscopio v el generado

esta seccién es un tantoc o

Las caracteristicas q

poder debido a la gran va

con los que se va a trabaji

rabajar

umento de medicitn pero por el

en conjuntoc con el

r de senales, su inclusidn en

bligatoria.

e debe cumplir esta fuente de

riedad de tarjetas vy mbdulos

ar- son los siguientes:

a) Salidas independient&s de voltaje fijas vy
reguladas de:

1.— + 5 VYV do a 2 amperios

2.— - 5 ¥V dc a 1 amperios

e +12 V dc a 2 amperios

4.- -12 V dc a 1 amperios

b I +18 V dc a 1 amperios

&~ -18 V dc =& 1 amperios
b) Deben tener una tolerangia de +/— 54 de su wvalor




nominal.

c) Cada uno de los volta

LED indicador de la presern

30

jes mencionados deben tener un

cia de ece voltaje.

d) Cada uno de 1los vo

seleccionar independiente

tajes mencionadosdebe poderse

ente vy poseer la capacidad de

trabajar en forma simultaqea.

e) Cada uno de 1los vol

protegido contra sobrecarg

f) Salida independiente

tajes mencionados debe estar

=

de wvoltaje, variable en un

rango de O - 48 volts dc 4 1 amperio.

gl

de mostrar en &1,

-

2

Las herramientas

qu
deben ser de primera calid

una reparacion excelente d

1 playo de purn
1 playoc de pun
1 cortadora p
1 cortadora m
1 pelador de ¢
1 juego de dedq

Debe tener un display d

el valor

SELECCION DE HERRAMIEN

igital con un selector a fin

el voltaje que se seleccione.

TAS DEL TALLER

e se mencionan a continuacidn
Ld a fin de qgue se garantice
& parte del operador.
1ta redonda pequefo
yta redonda mediano
gquena

adiana

ables

tornilladores planos
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i juego de dgstornilladores phillips
(estrella)
1 juego de 1laves exagonales
1 juego de 1lllaves allen
h brocha para polvo
1 brocha parJ acido
1 envase pordatil para acido
1 secador de pelo
1 cautin
1 obsorbedor de soldadura
1 estacion de| desoldar
¥ OFCIDNAL
En realidad de las h

ninguna de ellas merece ma

la estaciéon de desolda

sofisticada de un

Y

Frramientas antes mencionadas,

yor explicacién a excepcidn de

& la misma que por ser

o

valor relativamente elevado

justifica una explicacidén

Debido a los avances
desmontaje de los
bastante

labor complicad

herramientas adecuadas par

circuitgs

dicional.

n la tecnoclogia, el montaje vy

integrados se vuelve una

cuandoc no contamos con las

hacerlao.




Junto con las ventaj

s del bajo

In la velocidad,
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costo, disminucion

de tamafoc e incremento la "Superficie
Mount Technology”, SMT| (Tecnologia de Montaje en
Superficie) ha presentado nuevos desafios en 1

instalacién de component#s, desmontaje vy reemplazo qu

no existian con 1 montaj

de huecos. Mas alan, existd

SMT, configuraciones de

-

de equipos de gran flexibi

y procedimientos, son O

esta tecnologia cambiante
En 1

la actualidad

(Dispositivos Montados en
nameroc de pines y menor es
utilizados grademente. B&¢
siendo montados en una grar
han

E=stos eventos

presern

cumplir un trabajoc seguro

seguro de los SMD.

ESTACION DE DESOLDAR

El advenimiento

n algunos
ines
lidad vy

riticos

DS

de nu

tipos diferentes de
y substratos, gue el uso
versatilidad, metodos

cuando se trabaja con

rapidamente.

"Surface Mount Devices”

la Superficie) SMD, con mayor

nacio entre ellos estan siendo

Hem&s los componentes estéan

h densidad de empaquetamiento.

vtado wun gran desafio para

¢ una instalacidn y desmontaje

evos disernos de tarjetas, ha




creado la necesidad de u

sopldar desoldar.

¥

especialmente, observamos
X Placas internas de ti
dores de calor tremen

Laminas de circuilito

destruyen si el calon

33

sar nuevas herramientas para

Con tarjetas multicapas
nuevas complicaciones.

erra, que actlan como disipa-—
dos.

impreso mas delicadas,

que se

es aplicado incorrectamente.

Diametro de los huec
nales de los element
Dificultad de acces
calentar la juntura
Las especificacicones
Estaciédn de Desoldar deben

¥ Tener un extractor
¥ Tener una punta de
Foseer una fuente d
Tener brochas de 1i
Accesorios adiciona

(soldadura, alcohol

2.3 SELECCION DE RECURSOS F

La seleccitn de los ra

s mas ajustados a los termi-

, dificultandc su movimiento.

, lo gue crea problemas en
pidamente.
con que debe cumplir 1la

al menos ser las siguientes:

He soldadura.

aldar.
poder interna.

pieza.

les.

Sttt}

ISICOS

cursos ficsicos para el Taller




de Reparaciones, se refie

los mismos gque son 1d

Eléctricos y Requerimientd

2.3.1 REQUERIMIENTOS ELECT

Los requerimientos el

tipos, los de uso general

re a dos puntos

13-

eéctricos asi mismo son

34

principalmente,

siguientes: Requerimientos

he de espacio.

[RICOS

de dos

y para los equipos, es decir,

los instrumentos de prueb#, de medicidén, etc.

2.3.1.1 REQUERIMIENTOS ELE

Se debe considerar en

CTRICOS DE USO GENERAL

esta seccibtn, tanto lo que es

alumbrado, o iluminacién,| asi como los tomacorrientes,
tanto para maguina de eseribir, calculadora, o algun
otro equipo que no tenga nada que ver con  los
instrumentos.
2.3.1.1.1 ALUMBRADO

Se refiere a las instalaciones eleéectricas que
sirven para la instalagqiotn de las luminarias. Se
recomienda que el &area debd estar bien iluminda de atl

manera que la labor

del Y

ecnico sea totalmente céomoda,




para lograr esto se

distribucién de

ideales para este tipo de

debe

las 1&mp§ra5

3>

considerar una buena

fluorescentes que son las

instalaciones.

2.3.1.1.2 SERVICIOS GENER?LES

Agui se hace refer

ubicados en los diferent

para conectar en ellos ¢
dijo antes no tenga nada
asi, est

medicidon, en

conectar, las lamparas

momento necesitara el

calculadora, aspiradora pa

2.3.1.2 REQUERIMIENTOS ELE

A1 mencionar la palab
hace referencia a los inst
tales como osciloscopics,

de desocldar,

encia

oS

de

thnico,

ra la limpieza,

instrumen

a los tomacorrientes

s sitios alrededor del taller,

lgquier aparato que como se
e ver con los instrumentos de
tomacorrientes, podremos
luz auxiliar que en algun
maquina de escribir,

etc.

CTRICOS PARA EQUIPOS

ra equipos, se entiende que se

rumentos de medicibn y prueba,

multimetro, fuente de

eléctrica debe ser de 220V

dos circuitos independient

frazadores de curva, estacion
fos de medicibon como el
oder, etc. La instalacidn

monofasico, distribuido como

s de 110V cada uno con el fin
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de balancear la carga |gque va &a soportar dicha
instalacién.

Esta instalacidon debe ser completamente
independiente de la de sdrvicics generales, es decir,
debe tener sus breakerﬂ independientes. Se debe hacer
instalar una varilla de tierra, la misma que va a servir
de proteccidn tanto al | técnico que va a realizar la

reparacitn, como a las tar

3

También se hara us

eliminaciétn de estatica, c

2.3.2 REQUERIMIENTOS DE ESI

Aqui se hace refery

P

't

instrumentos

espacio, tanto para

herramientas,

de

reparacitn, espacio ﬁ

informacion técnica vy el

la reparacitn.

Se considera suficien+

instalar un taller pequend

-]

etas que se estan reparando.

de esta conexitn para la

pmo se vera mas adelante.

PACIO

ncia a los reguerimientos de

ubicacién de repuestos,

de prueba, tarjetas en espera

ara las tarjetas reparadas,

espacio suficiente para hacer

e un area de 4 X S mts2 para

de tipo particular, en donde




el voliumen de trabajo sea
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mediano.

Se aseqgura que en egta area debe caber todo lo
antes mencionado, aparte |[de dar cabida al técnico o a
los técnicos que van a tr#bajar en el taller, en forma
coGmoda.

La figura 2.1 nos | muestra un plano del taller
tipico, en donde se ubicap todos los elementos antes
menciocnados.

La figura 2.2. a nos muestra una mesa de trabajo

prototipo en la que se pue

la figura 2.2. b nos mues

adecuado para realizar la

Las dimensiones que s

a la experiencia

Y per

eficiencia.

den trabajar de ambos lados,

b 4

tra un tipo de =silla bastante

reparacion.

indican son tomadas en base

iten trabajar con comodidad vy
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(a)

[

(b)

Fig. 2.20=--(a) HESA DL IRadndU FrOROTLIEO

(b) SILLa DE YLAJO



CAPIT

DEFINICION DEL

40

UL o III

ISTEMA DEL TALLER

Este capitulo esta def

Hicado a hacer una explicacidn

general de lo que realmente es el Taller y a qué se va a

dedicar, la manera como

operacion del mismo, un

operacién y finalmente, al&unas sugerencias técnicas que

se deben seguir.

esta

organizado, una guia de

analisis de los costos de

La seccitn 3.1 nos detalla cual es la funcién del
Taller de Reparaciones, a queé tipoc de elementos wva a
brindar serwvicio vy su analisis muy general de los

beneficios que va a recibin

-

=
TR

La seccitn

Taller desde la ubicaci6n d

nos det

el cliente.
alla cbme esta organizado el

e los muebles, herramientas e




instrumentos especiales pf

La seccion 3.3 bri

cuiles serian los procedi

sean estos administrativo

En la secciéon 3.4 se

determinar la justificacid

realiza mediante los tres

Finalmente, la secc

sugerencias teécnicas que s

mejores resultados en la

3.1 DEFINICION GENERAL

El taller de reparac

digitales =se define com

tarjetas vy/o médulos el

proceder a su rehabilitaci

Para cumplir con e

encontrarse equipado con

41

ra realizar una buena labor.

nda la cportunidad de conocer

ientos operativos a seguirse,

o técnicos.

hace un estudioc econtmico para

n del taller. Esto se lo

ejemplos bien detallados.

i6on 2.9 ofrece una serie de

£ deben seguir para obtener

implementacion de este Taller.

i6n de tarjetas electronicas

@ un taller al cual llegan

éctrbnicos con fallas para

Gn o reparaciion.

tos objetivos, el taller debe

instrumentos de medicidn,




calibracibn ¥ diagnos

cumplir con los obijetivoes

Este taller

tanto & empresas comerdg
distribuidoras de equipod
profesionales en la rama

fico,

esta digefado
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modernos, que permitan

propuestos.

para prestar servicios,

iales, la industria, empresacs

de computacitn asi como a

electrénica o a agquellos que

prestan servicio de manqenimienta y que a falta de

tiempo o de los instrument
no puedan repararlos.
adi

Como beneficico

servicio obtendra lo sigui

0os y/o herramientas apropiados

rional el usuaric de este

ente:

¥ Menor tiempo de reparacién

¥ Menor cos

o de reparacion

¥ Real garaTtia por la reparacidn.

Menor tiempo

de repat

mandar las tarjetas al ext

ida de las

Yy reqgreso

perdida del tiempo requerid
de envio y luego en la desa

tiempo de espera para hacer

sean enviadas a reparar.

racibn, ya que al no tener que
rior, se evita: el tiempo de
arjetas enviadas a reparar,

0 para realizar los tréamites
duanizacidn y en ocasiones el

un grupo de tarjetas las que




También existe 1a

tarjetas recibidas como | re

de problemas, es dec

reparadas, lo cual haril

su debida reparacion, 1

una nueva peérdida de tiempF.

Menor costo de repar

=i la reparacion se 1

costos van a sSer menores

no en délares ni e

n

ademas que se esta evit

de transporte al exterior

este caso no necesitaréa

llenar.

Real garantia por |[1la

se obtiene decsde el miEmo

hacen la reparacitn ce| e

lo m&s probable, en la

b4

hace mas facil efectivar

ecta manera m&s perdida d

ocasionados por transporte,
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posibilidad de que estas

paradas tengan algun tipo

ir que no estén realmente

que sean devueltas para

o que se reflejaria como

acion, es evidente que

a hace localmente, los

se haran en

¥ sucres,

ninguna mongda extranjera,

ando el por gastos

pago

y por tréamites que en

hacer, ni formularios que

reparacion, la misma que

momen to en que guienes

ncuentran en nuestro pais

misma ciudad, lo cual

la garantia, evitando de

v tiempo vy mas gastos

tramites, etc.



3.2 ORGANIZACION DEL TALLER

La organizacibon del

tarjetas electronicas digitales

tal manera que permita

taller

ha

44

de reparacion de

sido programada de

en su interior las diferentes

areas que facilite la realizacidn de un buen trabajo de

reparacion.
Las &reas con las

siguientes:
¥ Almacenamiento

¥ Almacenamiento

que

¥ Informacidn tépnica

¥ Repuestos

X Herramientas

¥ Mesas de trabajo

¥ Escritorio

cuenta el taller son las

de tarjetas danadas

de tarjetas reparadas

Todas estas &a&reas o secciones tienen sus funciones

ecpecificas, las mismas que se detallan a continuacidn:

ALMACENAMIENTO DE TARJETAS
permite el almacenamiento
repararse, las mismas qu

orden en que van llegando.

de

e

» DARADAS. -

Es un anaguel gue

tarjetas que 1ingresan &

deben

irse ubicando en el



45

ALMACENAMIENTO DE TARJETAS REPARADAS.- Es un anaguel
destinado para el almaanamientn de las tarjetas vya

reparadas, lugar desde donde seran entregadas al usuario

final.
INFORMACION TECNICA.- Toda la informacidén técnica gue
comprende cat&logos de elementos, de dispositivos,

manuales de los instrumgntos existentes en el taller,
asi como diagramas de tarjetas electrbnicas, tanto de
computacion, perifericaosy etc., que puedan ser

reparados, estaran almacen%dos en este lugar.

REFUESTOS.— Los repuestos|en el taller se almacenan en
esta area, donde cse tendram locs elementos (transistores,
condensadores, resistencias, circuitos integrados,
=k e T mas comunmente utilizados, de acuerdo a las
recomendaciones del fabricTnte de las m&quinas, en el
casoc de una empresa digstribuidora de equipos o de la

experiencia, en el caso de jlun taller particular.

HERRAMIENTAS. — 5in  congiderar los instrumentos de
medicibén, en esta area coldcaremcs los destornilladores,
cautines playos, pinzas, dortadores, clips, cables de

los instrumentos de medicidgn, etc.




MESAS DE TRABAJO.- Comg

lugares donde de proced

reparacitn propliamente d

ubicar en ella los instrd

para la realizacion del tr

ESCRITORIO.— Este escr

para la elaboracién de inf
gue no existan en el talle

netamente administrativas.

En la grafica 3.1 se

taller, en donde se pu

distribuidas de una maner

mencionadas. La distribu

particular debe ser hecha
de espacio

existente, per

que sacrificar la existen

mencionadas ni la comodid

que va a trabajar en el ta

Las dimensicones que d

son realmente variables,

de la oprganizacion, asi
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3 su  nombre lo indica, son los
era a realizar la tarea de
icha. Tambien se tiene que

mentos de medicibn necesarios

abajo.

itoric debe exicstir solamente

ormes, solicitud de repuestos

r, en definitiva, para labores

ve un plano del prototipo de

Ede observar como se encuetran

p  adecuada, las A&reas antes

rién definitiva de cada caso

ctonsiderando la disponibilidad

¢ tomando en cuenta que no hay

tia de alguna de las areas

Ld que debe tener el técnico

ller.

ben tener las distintas &reas

ya que dependen del tamafo

por ejemplo, un taller




le~ilmacenamiento

~de tarjetas da

- fiadas

E;I'hforxﬁaciﬁan Téc
T L RAC&

3.=-serramientias

,4.;—_2 epuestos

_. 6.?§-A1mz;cenamierjto -----
- RN - de tarjetasre . .
* paradas
. ?;—;}jscritorio
= 3 _ . B
. ‘ : (3 ‘ ‘ = 25 | st s L
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particular puede arrancar con un area relativamente
pequefa como de 4 x S mts,| como el que se muestra en el
grafico Salsy en cambio en una organizacidn de

dictribuidor de equipos quden tener un &area mayor comof#Y

de 10 »x & mts.

3.3 PROCEDIMIENTO OPERATIV

El Procedimiento Ope
dividir en dos partes bie
administrativa vy la otra ni
altima formando

parte C

Administrativo.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ADMINISTRATIVO

El Frocedimiento

h definidas,
ptamente técnica,

el

rativo de este taller se puede

la una netamente
estando esta

procedimiento Operativo

Operativo Administrativo,

comprende los siguientes pasos:

1.- Llenar un reporte

DAFMOS, cuyo formad

que se lo denomina REPORTE DE

lo v descripcibtn de cada uno

de sus casillero% se encuentra detallado en la

seccidn apeéendicesg

L |

.— Recepcién del médd

va a realizar la rdg

lo por parte del técnico gue

paracién.




Almacenamiento del

das para tal efecro.

Reparacidn propi
OPERATIVO TECNIC

mas adelante.

o

Llenar un

REFPARACION, cuyo

unc de sus casill
la seccion apendi
Almacenamiento d
entrega previa
reparacion. Una v

bacibn, se proce

pondiente, en el
nada por el clie

paso 4 hasta que

a entera satisfacd

amente

D) .

formullario
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méduloc en las areas destina-—

dicha ( PROCEDIMIENTO
El mismo que se describe
denominado REPORTE DE
formato y descripciton de cada
ros se encuentra detallado en
es.
1 médulo

reparado para una

1 cliente, para comprobar la
2 que el cliente dé su apro-
erd a la facturacidn corres-—
aso de alguna falla determi-
te se procedera a regresar al
1 m&duloc esté bien reparado vy

i6én del cliente.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO TECNICO

El Procedimiento Operativo Técnico,

hacerlo a cada técnico
propiamente dicha, por lo
rigidas. Sin embargo, y d

le corresponde

encargado de la reparacitdn

tanto no debe seguir reglas

ebido a experiencias en este




campo, e puede sugerir
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algunas recomendaciones gue

facilitardn la tarea del Jécnica.

1.- Solicitar que los elémentos montados en zbcalos, es

decir f&ciles de intercambiar, que se encontraren en los

médulos, sean probados pre

igual tratamiento debe
modulos enchufables y gue

ciertos mébdulos o tarjetas

2
i“

.— Tratar en lo posible d
la tarjeta o médulo del cl
3.— De noc ser
conseguir un médulo o

tar}

se esta reparando, en

la reparacitn por

4.— A partir de este punto

caracter secuencial en
instalados en las tarjetas

a) Reviseiétn de la posih
las lineas de voltaje y de

de tierra dentro de la tarj

E

factible 1p anterior,

comparag

viamente al ingreso al taller,

seguirse con los peguefos

pecasionalmente son montados en

conseguir los diagramas de

iente.

entonces tratar de

eta exactamente 1gual al qgue

buen estado, con el fin de hacer

16n.

las recomendaciones son ya de

a prueba de los elementos

o mdulos reparandose.
le existencia de cortos entre

ellas con respecto a la linea

eta.
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b) Revisitn de resistencias, condensadores, bobinas.

c) Revision de dipdos, transistores, puentes
rectificadores y otro elem%ntos semiconductores.

d) Finalmente 1a revision de los circuitos

integrados en general.

En cualguiera de los pasos mencionados
antericrmente, puede encontrarse algiun elemento

defectuoso, el mismoc que debe cambiarse vy proseguir con

la blsgqueda de m&s elementos dafados, a menos que al
encontrar el primer elemento dafado, este sea el Gltimo,
de no ser asi, continuar con el procedimientoc antes

descrito.

No hay gque olvidar que se debe anotar tanto el
tiempo empleadoc cada vez gque se esté trabajando en la
tarjeta © médulo y 1los| elementos que eventualmente

tengan que ser cambiados.

Una vez terminada la| reparacién se 1la entrega al
cliente para que proceda & la prueba respectiva en la
maguina a la que pertenede y si la reparacidn ha sido
satisfactoria, se ha terminado la labor vy se debe

continuar el procediqiento administrativo para




5e

facturacién etc.

De no ocurrir asi, se debe recomenzar la tarea de
Frevisiédn cuantas veces seal necesario hasta determinar el

dano.
3.4 DETERMINACION DE CDSTDf DE OPERACION

El analisis gue se presenta a continuaciéon tiene
come finalidad hacer que el lector haga conciencia
ecspecialmente en los rubrbs que se escapan del palis
cuando una tarjeta tiene que ser enviada al exterior
para ser reparada en los céntros de Reparacibn que para

el efecto existen en dichos paises.

A continuacion se uestran 3 ejemplos que son
realmente sencillos pero que tienen una ensefanza muy

profunda para entender lo antes expuesto:

Las 3 tarjetas que man sido tomadas comoc ejemplo
son de equipos de uwna m3rca de computadores que se
distribuyen en nuestro pais, de procedencia
norteamericana y que en la |lactualidad se encuentran gran

cantidad de ellos instalaﬂos en el mercado. No se va a




indicar la marca del compy
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tador pero si se va a mantener

la descripcitn de la tarj#ta asi como los numeros de

partes de los elementos g

nombre de la compania, se

ara mantener mas en reserva el

adjunta asi mismo fotocopia de

la tarjeta para poder id#ntificar mejor la ubicacién de

sus elementos.

EJEMPLO # 1
La primera
"SINGLE BOARD TERMINAL ELE
tarjeta de un terminal de
Como toda tarjeta electrén
- Condencsadores
- Resistencias
— Dicdos
- Transistores
— Switches

— Cristales

tarjeta es la denominada
CTRONICS", la misma gue es una
pbantalla.

jca de Computacidn esta tiene:

— Circuitos integqradoes: ¥ normales

— Conectores

X proms

El siguiente listado nps muestra el numero de parte

internoc del elemento,

descripcion, cantidad, valor




individual, vy

estaAn dados en ddélares.

CONDENSADORES

PARTE NUMERO

valor total

DESCRIPCION

300—-1903

300-4020

J00-1931

J00-4022

300-2147

JI00—-1560

300-4082

300-1930

J00-3010

S300—-1150

J00-3081

300-3062

300-1100

JI00-2417

300-3080

J00-3055

I00-2248

I00-1900

3I00-1920

0.01 uf 25v

47 uf 15V

1 uf 15V

15 uf 20V
0.047 uf 1004
S60 pf S00V |
3.3 uf 20V

0.1 uf S0V

30 uf 50OV

150 pf S00V
2.5 Kuf 13V

1 Kuf 25V

100 pf S00V
0.013 uf 400V
4 uf 30V
1.15kuf S0V \
0.47 uf S0V l
0.0% uf 12V |

0.0047 uf 100 |V
i

por elemento,

54

los mismos que

CANT V.U. V.T.
4 0.1 0.4
s 2.5 5.0
8 0.4 Dol
1 Q.7 O.7
1 8 P9 0.2
1 ol 0.1
1 0.5 0.9
2 O.k 0.2
1 0.3 0.3
1 o . § 0.1
7Ee 1.6 o
1 0.9 09
2 0.1 0.2
2 8 L8 29 4 01
1 1.6 1.6
1 b HWE | b S |
2 0.3 0.6

32 Oulk O
1 Q.1 0.1
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330-1068

330-1082

J30-2040

3302068

330-1001

330-3015

330-0015

&8 OHMS 1W

82 OHMS 1/4W 10%

390 0OHMS 1f:t Dk
680 OHMS 1/ 10%

FOTENCIOMETR

1.5 KOHMS 1/

.15 OHMS SW

TOT

10% 1 0.1 Q.1
1 0.1 0.1

L g.1 0.1

3 0.1 0.3

0 1 KOHM 2 0.1 0.2
AW 10% P Ol 0.2
= 2 0.1 0.2
AL« v v e e e e s Do

56



TRANSISTORES:

PARTE NUMERO

375-1030

{

375-1014

(]

L

375-1062

375-1027

3750002

I75-0003

3751012

DIODOS

FARTE NUMERO

380—-1001

380-3008

Z80-4000

380-301%5

CRISTALES

PARTE NUMERO

321-0029

DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
SPS5 6551 1 0.2 C.2
MFS &518 2 0:2 0.4
MPS &514 1 0.2 0.2
2NI725 1 9.3 0.5
UA705 1 0.9 0.9
uA7912 1 Q.9 o P
MPS &512 1 0.2 [

TOFAL 2« vw vow v 0 s i 00 8w .
DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
DIODO ZGV 100mA e 0.1 0.4
RECTIF. 15A 2 Q.2 0.4
1N 4004 < 0.1 0.4
SRS &05 2 0.5 1.0

TOTPL c.- im 5w s min om i e 2.2
DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
17.4000 MHz 1 246 2.5

27




SWITCHES

PARTE NUMERO DESCRIPCION

325-1501

V.T.

SPST S POS]

CIRCUITOS INTEGRADOS

PARTE NUMERO

376-0312

I746-0094

376-0226

376-0288

3760139

3760197

376-0294

3760297

3760066

376—-0010

3760125

376-0093

376—-0104

I76-0006

376-0002

376-0126

376-0310

3760085

DESCIPCION

SN

SN

SN

SN

SN

SN

74

74

LM

SN

SN

SN

SN

SN

SN

o335

SN

SN

741875

74161

74L5139

741 5244

7414

74504

L5138

602

7474

7400

74LS373

7409

8}

8|

r

on

3]




376-0016

376-0081

I76—Q176

376—-0285

3760270

276-0109

376-0049

376-0082

376-0186

376-0191

376-0119

3760232

I76-0209

3760199

3760301

376-0286

3760077

376—-0003

376-0194

I76-0206

376-0271

Z76-0309

376-0012

3760076

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

7402

7408

74367

74L.5245

745175

74166

74155

74157

7497

74160

78175

7415298

74L.510

74502

745158

74L.8374

75154

7410

7411

745260

74586

7415378

7451

N ]

M

r

0]

0.3

0.3



T
PROMS Y MEMORIAS
PARTE NUMERO DESCRIPCION
377-0341L 2114L 1024X4 Rit
377-0344 Z-80 CPU
378-2446 2236DE KED TBL
378-4095 MICROCODE #23
378-4094 MICROCODE #1
I77-0343 Z-80 CTC
377-0342 7-80 PIO
378-2447 2236 GRAFH TBL
377-0323 8308 APC 710 ROM
I77-0372 5037 CRT VTCR
I77-0071 1402A TRANS/RCVR
TOTAL
CONECTORES
PARTE NUMERO DESCRIPCION
350-0201 CONECTOR 40 POSIC
IS0-0200 CONECTOR 26 FPOSIC
654-1186 CONECTOR & TDSIE
&£54-1198 CONECTOR 2 ROSIC
654-1194 CONECTOR 4 ROSIC
£54-0106 CONECTOR & ROSIC
£54-0104 CONECTOR = ROSIC
376-9118 ZOCALO 24 RINES

CANT V.U. V.T.
10 3.8 38.0
1 Tad T ¥

1 9.4 7.4

1 21.6 21 .6

I 21.6 21. 5

i 4 4.8 4.8

1 4.5 4.5

1 ?.4 7.4

2 I ' 15.8

1 14.9 14.9

1 b 24D
......... eelS1.2
CANT V.U. V.T.
1 1.8 1.8
1 1.3 1.5
2 25 | 4.2
& 0.3 1.8
2 Oy 0.2
S 0.4 1.2
3 0.3 0.9
| 1.4 1.4

60



JI76-9001

376-9011

376-9014

376-9010

I76-9003

3769015

Z0CALO

Z0CALO

Z0CALD

Z0CALOD

Z0CALD

ZO0CALQO

De éste listadoc podemos

Esto significa que =i

Condensadores

Resistencias

Diodos

Transistores

Switches

Cristales

14

40

rJ
]

rJ
H

M
w

FINES 1

P INES 4

FINES 10

P INES 2

FPNES =

FINES 1
TOTAL......

61

refumir lo siguiente:

Circuitos Integr%dns ¥normales

Conectores

¥proms

21.80 -

2.60

44 .00 /

151.20 /[

19.20 7

ﬁ' 252.90

se tuvieran que cambiar todos

los elementos de la tarjet%, lo cual en cualguier caso

practico

nunca sucede

d4e gastarian

$252.90 db&lares
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americanos.

Es decir al cambiar todos los elementos de la
tarjeta, se est&a invirtigndo el 49.69% del valor de una
tarjeta nueva, yva que su dosto es de $508.90, o sea que

estamos ahorrando S0.31% ds decir $3298.80.

1.- En este casc particular existen PROMS que son
propiedad exclusiva dell fabricante Y circulitos
integrados especiales co I—80 que vienen montados en

z6calos, es decir son intercabiables sin necesidad de
desoldar vy soldar nuevapente que deben ser probados
previamente por el técnicol, de tal manera gque realmente
si hubiera que cambiar tpdos los elementos exceptuando
lose mencionados, se gastaria $252.90 - $151.20 =
$101.70, valor que representa el 19.98% del valor de la

tarjeta nueva.

Z2.— Lo m&s seguro es que no habra necesidad de cambiar
todos los otros elementos si no 1 & 2 que permitirian
rehabilitar la tarjeta, de |tal manera gque el gasto sigue
reduciéndo%e a un minimg que en la practica no va a

pasar del 10% del valor toTal de la tarjeta.
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EJEMFLO # 2:

Esta tarjeta, denominada "INTEL MEMORY AND
REGULATOR WITH UNDERSCD#E", es usada en unaf;mpresora
matricialf{ Al igual que Fn el ejemplo # 1, se adjunta
un listado con el numero de parte interno del elemento,

descripcién, cantidad, vqlor individual, vy wvalor

por rubro en délares.

CONDENSADORES

FARTE NUMERO DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
300-1470 470 pF 10% - 1 0.1 0.1
300-1680 680 pF 10% 1 0.1 0.1
300-1906 0.001 uF 10% 2 0.1 0.2
300-1911 0.0068 uF 20% 2 QI | 0.2
J00-1913 0.002 uF 20% 2 0.1 0.2
Z00-1904 0.02 uF 20% 2 0.1 02
300-4002 0.0047 uF 20% 2 0.4 0.8
ZJ00-1910 0.1 uF 20% 2 0.1 0.2
300-1901 0.47 uF 10% 1 0.1 0.1
300-4021 100 uF 10% 4 4.5 18.0
300-1903 0.01 uF 20% 2 0.1 0.2
J00-1900 0.03 uF 20% 7 0.1 0.7




RESISTENCIAS

FPARTE NUMERO

I30-3047

330-2068

330-2022

J30-2015

330-4010

330-3022

330-4012

330-3018

330-5015

330-1068

3I30-2010

JI30-3015

3Z0~-3010

331=1935

DESCRIPCION
4.7 KOHMS
680 OHMS
220  OHMS
470 OHMS
22  OHMS
3.9 KOHMS
2.7 KOHMS
330  OHMS
150 OHMS
10 KOHMS
2.2  KOHMS
3.3 KOHMS
820 OHMS
S.6 KOHMS
12 KOHMS
1.8 KOHMS
150 KOHMS
68  OHMS
100 OHMS
1.5 KOHMS
1 KOHM
33 KOHMS

174w
U/aw
14w
1/4w
14w
14w
Sz
1) 4w
1yaw
1y 4w
1y 4u
1y aw
1y 4w
1rauw
174w
114w
174W
114w
1/4W
144w
144w

144W

10%

10%

10%

10%

10%

1Q%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

o

N

8|

0.1

0.1

0.1



3322047

336-1007

336—-1014

CIRCUITOS INTEGRADOS

FPARTE NUMERO DESCRIPCION

I76-0025

376—-0002

376-0011

376—-0081

376-0059

I76-0093

376-0082

I76—005%5

376—0005

I76-0066

376—0010

J76-0047

3760104

T
100 0OHMS 1/4W 10% 1 0.1 0.1
120 0OHMS 1/2W 10% 1 0.1 0.1
33 0OHMS 1 W 10% 7 9.1 0.9
180 OHMS 1 W 10% 2 0.1 0.2
470 0OHMS § W 10% 1 0.1 0.1
2% KOHMS TRIMFOT 2 0.9 1.8
1 KOHM WRIMPDT 2 0.6 1.2
TOTAL...... ceseese11.7

CANT V.U. V.T.

9935 4 0.4 1.6

SN 7400N 2 0.3 0.6
SN 7493N 1 0.3 0.3
SN 7408N 4 0.3 1.2
SN 7495N 6 0.5 3.0
SN 7432N 3 0.3 0.9
SN 74157N 2 0.4 0.8
SN 7406N Z 0.3 0.6
SN 7473N 3 0.3 0.9
SN 723 2 0.9 1.8
SN 7404N 1 0.3 0.3
SN 74151 1 Q0.5 0.5
SN 9602 1 0.5 0.5

66



3I76-9003

PROMS

PARTE NUMERO
378-0563
378-0578

378-0585

DIODOS

FARTE NUMERO
380-1001
380-2039
380-3003
J80-2042
380-2051

380-2120

TRANSISTORES

PARTE NUMERO

ZOCALD 24 RINES 3 Q.3 Q.9
TOTAL.vcncanancnans 13.9

DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
PRINTER SFANISH i § 7.4 9.4
MICROCODIGO 2 1 P4 7.4
MICROCODIGO 3 1 ?.4 9.4
TOTAL . v vis wm v viw 28.2

DESCRIFPCION CANT V.U. V.T.
DIODO 30 V 100 mA 21 0.1 2l
1IN 748 ZENER| 3.9V 1 0.1 0.1
DIODO GENERICO 2 0.4 0.8
IN 749 ZENER|4.2V 2 0.1 0.2
1IN 751 ZENER|S5.1V 1 .1 0.1
1IN 759 ZENER |12V 1 0.1 0.1
TOTAL . s caineonaana Z.4

DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
2N 5904 1 1.1 1.1
2N 3014 2 0.4 0.8

67



375—-1026

J75-0018

7592001

373-9004

375-9010

SWITCHES

PARTE NUMERO

TRANSIFAD

TRANSIFPAD

DISIFADOR

DESCRIFCION

325-9045

220=1301

SWITCH DE RO]

SPST & POSIC

FACION

L ONES

1 0.6 0.6
5 0.5 2.0
1 0.4 0.4
1 Dl 0.1
1 0.6 0.6
1 Q.2 0.2
....... sswssao.8

CANT V.U. V
1 0.3
1 0.9

Asi como en el ejemplo 1, Le resume lo siguiente:

Circuitos Integrados Xstandar

Resistencias

Condensadores

Dicdos

Transistores

Switches

Xpr

TOEAL . v v«

oms

13.90

28.20

11.70

21.00



El wvalor de una

decir, gque los $%91.20 que

arjeta

se gastarian al

69

nueva es de $234.,40 es

cambiar todos

los elementos sélo represdntariaﬁ un 38% del valor de la

misma es decir $143%.20
considera que $28.20 sa

de ahorro, ain mas si se

trata de PROMS entonces el

ahorro seria de $171.40, EL decir la reparacitn costaria

el Z8% cambiandc todos | los elementos exceptuando los
PROMS.
Fero no habra necesidad de cambiar todos los

elementos, entonces la rep%racibn tendra un costo que en

porcentaje puede llegar a

EJEMFLO #

=
20

Esta tarjeta

CONTROL BOARD" es utilizag
se ecta hablando de circul

cuales se encuentran memor ]

Henominada

Ha

rlcanzar un 5S%.

"REGISTER AND I/O
en un CPU v en su mayoria,
dentro de los

| tos integrados

las y PROMS que son facilmente

intercambiables por el técmico a cargo de dicha magquina.

(A1 continuacidbn se

caorrespondientes con su

cantidad, valor unitario vy

igual gque en los casos antdg

detallan los elementos

numero de parte, descripcidn,

valor tetal por rubro, al

riores y en ddlares.




CIRCUITOS INTEGRADOS

PARTE NUMERO DESCRIPCION
I76-0119 SN 74175N
376—-0100 9338
376-00Q10 SN 7404N
376-0125 SN 7427N
376-0194 SN 7411N
376—-0093 SN 7432
376—-0238 SN 74510N
I76-0006 SN 7474N
376-0002 SN 7400N
3760080 SN 74123N
I76-0012 SN 7451N
376-0192 SN 74153867
3I76-0096 9321
376—-0031 SN 7430N
3760041 SN 822&6F
376-0097 SN 74195
376-0204 SN 74L5257
3760200 SN 74508
376-0098 SN 74174
376-0016 SN 7402N
376—-9012 Z0CALO
3760197 SN 74504

CANT V.U. V.T.
& 0.6 3.6
2 0.8 1..6
2 0.3 0.6
= 0.3 1.2
3 0.3 0.9
2 0.3 Q.6
1 i e 0.9
& 0.3 F |
4 Q.3 142
X 0.3 0.9
1 0.3 0.3
& 1.3 7.8
3 0.8 9.8
1 0.3 0.3
4 Q.7 2.8
2 Q.3 0.6
4 I D.2
1 0.5 O.3
1 0.6 0.6
1 0.3 Q.3
2 0.4 0.8
1 0.4 0.4

70



376-9002

RESISTENCIA

PARTE NUMERO

IJ0-3010

330-4034

333-0081

3330080

CONDENSADORES

PARTE NUMERO

300-50035

Z00-1330

J00-1900

JI00-4022

DIODOS

PARTE NUMEROD

380-1001

De la

17

ZOCALD 156 PINES 8 0.2 1.6
TOTAL v va o= w o wom v 28w T

DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
1 KOHMS 1/4W 10% 27 0.1 .
9T KOHMS 1/ 10% 2 0.1 0.4
16.2 KOHMS 1V 4W 10% 1 0.1 0 I &
J2.4 KOHMS QL/4W 10% 1 0.1 0.1
2] f - SR i ) R 4
DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
470 pF 3% 4 0.3 1.2
330 pF 10% 2 0.1 0.2
0.05uF 10% 33 3 | S
15 nF 10% 2 Q.7 1.4
TOTAL....... g T |
DESCRIPCION CANT V.U. V.T.
h | 0.1 0.1

misma manera sg

"

hace una suma de los totales
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Ahora también se debd

que para reducir los cog

un grupc de tarjetas para

enviarlas reparadas, no si

un conjunto sinc como envi

m&s  largo el tiempo de

miemo gastos parciales de

Analicese los

calificado, un Ingeni

experiencia gana

160.000,= mensuales, es
mensuales, o sea %8 por d

dias laborables por mes.

Exagerandc que el ti

dias por tarjeta, cada tar
cargo de $16,
existen tarjetas

ya que

complejas.
Los gastos en equ

siguiente manera:

Consideremos la depreciaci

gasto

actualmente

ecsto por sups

74

considerar los cascs en los

tos las empresas esperan hacer

enviarlas y que al momento de

empre viene el mismo grupo con

os parciales, lo gque hace adan

espera y tener gque hacer asi

desaduanizacibn.

= por técnico: un técnico

ero Electrénico con poca

un promedioc de S/.

decir

ka

un aproximado de 160

laborable, considerando 20

pmpe de reparacidn sea de dos

jeta puede entonces hacerse un

-

iesto es solamente referencial

mas simples y otras mas

ipos son analizados de 1a

dn de todo equipo electrénico,
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el mismo que es en la actdalidad de 5 afos.

DEFRECIACION
casTa ANUAL /S ANOS MENSUAL

Osciloscopio 5/.900.000 |5/.180.000 S5/.15.000
Tracker 1°200.,000 240,000 20.000
Estacién de
Desocldar F00.000 180.000 15.000
Otros S00.000 120.000 10.000

5/.3°300.000 B/.720.000 S/.60.000

S/.60.000 equivalente apropimadamente a $60 mensuales es
decir por 20 dias laborabfles, es decir %3 diarios que
deben arnadirse a cada farjeta, si consideramos el

promedio de 2 dias por tarFeta lo cual corresponde a %6.




3.5 SUGERENCIAS TECNICAS

Esta parte comprende
deben <ser tomadas en 4
experiencia no las uUnicas

impocrtantes para garantizdg

3.5.1 TRES REGLAS BASICAS

1.- Lleve todos los
estatica a un AREA
ESTATICA. Un AREA LI
es capaz de controlar
les conductivos, la

conductivos.

2.— Transporte todos 1o
est&atica en funda

ESTATICA. Un EBELINDA

76

una serie de sugerencias qgue
uenta vya que son dadas por la
pero tratan de resumir las mas

- un buen trabajo.

PARA PROTECCION CONTRA ESTATICA

componentes sensitivos a la
DE TRABAJO FROTEGIDA CONTEA
FRE DE ESTATICA es un &rea que
la carga est&tica en materia-

gente y los materiales no

€ componentes sensitivos a la
¢ paquetes BLINDADOS CONTRA

JE CONTRA ESTATICA debe ser

capaz de proteger de descargas estaticas, asi como

contra campos de estatica.

3.— Asegurese qgque sus prloveedores sigan los dos pasos

anteriores.
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3.9.

recsul

sSe

monta

H

COMO DESOLDAR ELEME

Aqui hay algunas 1

tadose seguros y efic
rehabilitan circuit

dos en perforaciones.

La estacidn de trabaj
el trabajioc confortabl
mientas

materiales vy

antes de comenzar la

Frepare acceso libre
FRemueva todos los con
ecta

toras que puedan

Remueva cualquier com

el acceso al! &reax d=
Asegure la tarjeta
Fahilitacién
Selecciore la Funta
trabajc. Corsidere
eiustar& a la punta a

18

NTOS MONTADOS EN PERFORACIONES

Heas de desoldar que faciliten

ientec de desoldadura, cuando

"]y impresos con componentes

b debe acomodar al operador vy

pmente. Tenga todas las herra-

componentes sSi es necesario,

Freparaciéon real de la tarjeta.

k las uniones de soldadura.

taminantes o peliculas protec-

I+ presentes en las tarjetas.

bonente disipador gue obstruya

Frehabilitacidn

EN una posicidn comoda de re-

de desoldar para el

Pl diam punta gue ce

ser desoldada con suficiente




WJe

cetie zer 10 suficienyemente grande

El

la HYemperatura

=r descldifdos,

79

gque la soldadura vy el aire

didmetro exlterior de la punta
para trancsferir
la laos

de punta a

<in embargo no exltenderse

mhs o alla 22! dirsmetrg del anillc. La mayoria de los
Tairicantee de 17s | equipnse  de desocldar ofrecen
=riw- tanaRns de puaftas.
~ runta debm se ubicada ligeramente scbre la
i e Angulaoe rectps a2 le tarjete de tal manera
Jue o Fe sresente preside indebida & la unidn de
tal maresra ue le pupts aZtuarsd Zoono un sello para
preverniy pérdides de chig =ntre la punta v la unidn
je la soidascu-=,
Limpie Ta poata de! zpldador periddicamente, que es
uma buena  practica |de secldadura. Es importante
mEiar imtea pu~ta fescldadcora para asegurar la
trarsferencia eficiente del calor de la punta a locs

metales

=1 dadu

Tele

cay

ra 57/77 d= 0.4

manterimientoc

- desgldados.

Se  recomienda  usar

o2 pulgedas de diametro.

=qQuipo de
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csoldadura. Esto se | consigue cambiando el filtro
periodicamente y eliminando los residuos de flujo

del tubo colector de

Cuando desuelde dispoeitivos montados en la

ficie, sSon NnEcCesarlios

zadas, diferentes pa

en tarjetas que usan

La alta reduccién de

terminales, densidad de IDE

1

paso.

super-
equipos y técnicas especiali-—
conseguir reparacién exitosa
stos componentes.

componentes y tamano de los

componentes en las tarjetas

y sensitividad de 1los componentes, hacen que la
reparciGn sin equipo vy técnicas especializadas un
negocio dificil y riesgosolb

El danico aspecta y de mayor cuidadoc en 1la
reparacion del S M C es ue todas las conexicnes de

scldadura de los component

ps de las tarjetas.

Esto es necesarioc porque como el nombre lo sugiere,

los S M C son colocados dif
circuito impresoc.
del de

Equipo tipo

S MC es calentar unicamenf

rectamente a la superficie del

contacto directo para remover

e las uniones de soldadura vy




los terminales del 8 M C
lo tanto 1la necesidad
circundantes o a la

peligroso.

Este es un problema

de aire caliente o gas que

grandes &areas de la superf

Un sistema de TNEEZE

——

como muy efectivo en la sa

herramienta remueve
del método de conduccién
contacto directo de un
terminales de los
todas las conexiones de
puntas hay disponibles
tamaros S M C y son
herramienta.

El disefic de pinza

agarrar el S M C para move

después gque la scoldadura e

cuida

gru

SMC

intery

81

a ser removido, eliminando por

de proteger a 1los elementos

t&rjeta, de calor potencialmente

con dispositivos de descldar,

indiscriminadamente calientan

icie del circuito impreso.

R calentando <se ha demostrado

b

fada de S M C's. Esta

docsa v efectivamente a traveés

He transferencia de calor por

po de puntas calentadas a los

simul taneamente, derritiendo

p

Foldadura. Grupos standar de

bara virtualmente todos los

fambiables en la punta de la

$ de la herramienta, permite

flo facilmente de la tarjeta

% derretida.




sea

caracteristicas

calidad.

3.5.4 COMO DESOLDAR CIRCU

tarjetas con SMC.

A
|

Que la temperatura e

mostrada en la

necesar i

82

acta y ajustable en las puntas

consola de control san

as de una herramienta de

ITOS MONTADOS EN SUPERFICIE

Agqui hay sugerencijb utiles cuando se desuelde

Como se discutid en

tes montados en hu

trabajo cbtmoda equipa

y materiales necesari

relacidn a desoldar componen-—

FCos, prepare una estacién  de

Ha con todas las herramientas

DS .

Frepare accecsoc libre

todos lose otros co

puedan obstruir el ac
Mantenga la tarjeta

cobertura o contami

S MZC.

FPrecaliente todas las

El S M C a desocldarse, sacando

ponentes o© disipadores que

teso al componente.

fija yv limpie la pelicula de

*antes de la ubicaciétn del

herramientas y componentes o




la tarjeta completa

83

si es necesarioc. Algunas

tarjetas de

evitar que la mism
aplica a una pequen
reducir el darnoc por p
tarjeta debe precal
temperatura de derret
de

a la operacidn

ademas el efecto de
gue la tarjeta y los
turas criticas de der
y materiales que s
deben ser precalentad
sivo durante la oper

precalentar es una

grandes dispositivos
(PLCE) -
Antes de remover cua

circuitos deben tomar

los componentes de def

de posibles
Equipos de desoldar |
de wvoltaje cero, el

cerémic[

requieren precalentarse para
se parta cuando el calor se

A porcidn de la tarjeta. Fara

ptencial choque térmico, la

pntarse justoc debajo de la

imientc de la soldadura previo
descldar. Esta técnica tiene
reducir la cantidad de tiempo
romponentes vean las tempera-—
retimiento. Otras superficies
bn grandes disipadores también
bs para eliminar tiempo exce-—
acion de soldar. Por ejemplo,

ventaja cuando se desuelda

Flastic 1leaded chip carrier

lquier S M C de la tarjeta de

Ee precauciones para proteger

Ecarga electrostatica (ESD) vy

picos de voltaje trensiente (TVS).

hue usen dispositivos de cruce

h su ensamblaje, previene de




TVSs. Aterrizando ¢

trabajo con proteccid

efectiva de proteccidn contra efecto

sos. Equipos para d

deben ofrecer caract#

ridad de una conex

herramienta propiamen
Apligque el flujo &

bloque antes de desocl

se evapore o se espes

Cuandoc se coloque la
tada sobre los termin

que la herramienta,

terminales del comp

que las superficies d
les t

contacto con

Area de la tarjeta.
No

intente remover

uniones de soldadur
zuavemente la herrami

te de cualquier adhes

84

1 operador y la superficie de
n adecuada de ESDes una manera
ESD peligro—
esoldar SMC de calidad tambien
risticas adicionales de segu-—
separada de la

iobn a tierra,

te dicha.
todo el terminal y area del

dar. No permite gque el flujo

g después de la aplicacidén.

herramienta apropiada precalen
Ples del componente, asegurese
este contacto los

en con

cnente vy también asegurese de

€ la herramientas que estan en

erminales esté uniforme con el

el S M C hasta que todas las

ecstén derretidas, tuerza
nta para liberar el componen-—

ivo que pudiere estar presente




entre el componente
mente levante la hern

con ella.

85

la tarjeta. Entonces, suave-—

amienta y retire el componente

Después de remover ?1 S M C, asegurese de limpiar

el &area.

usar una punta de

con un desocldador

trensilla de cobre.

dura ha sido removido,

otro solvente
limpiarse en este
limpieza luego

instalado.

Para remover

apropiado.

los excesos de soldadura debe

soldar puntiaguda, en conjunto

de temperatura controlada vy

Una vez que el exceso de solda
limpie el Aarea con alcochol u
Toda

la tarjeta debe

anento, yva que es dificil 1la

de gue un nuevo componente ha sido




CONCLUSIONES Y| RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De todo lo expresado| hasta agui, se puede concluir
que es muy beneficiosa 1lg creacién de un Taller de
Reparacion de Tarjetas Electrénicas, vya que viene a
resolver varios problemas que se presentan en nuestro

medio, siendo los principales los siguientes:

1.- CREAR FUENTES DE TRABAJO.—- Sea gue el taller de
reparaciones pertenezca a una empresa, o0 sea e&ste un
negocio particular, dara gtabida a personal calificado,
para la realizacion de éste trabajo que es de alta

tecnologia y precisidn.

2.— EVITAR FUGA DE DIVISAS.,- Al crear estos talleres, se

evitara la necesidad de temner gque enviar al exterior las




tarjetas electronicas pan

reparaciton, evitandose d
reparaciones en moneda ext
es el dolar.

AT
-~

AHORRAR TIEMPO DE

antes, en el caso de tene
f&cil poder controlar el
uno de los médulos o tarj]
se garantiza sera menor qu

reparar las tarjetas.

4.- MENOR COSTO DE REPAR
va a ser menor evidentemen

principales que lo van a di

a) La mano de cbra nagional es

a
e

rFanjera,.

REFPARACION. -
rr el taller en el pais,
ftiempo de
etas reparéandose,

=
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su debida y correspondiente

ésta manera el pago de

la que por lo general

Como se analizé

es mAas
reparacidn por cada
el mismoc gue
se tuviera

=i que mandar a

ACION.—- E1 costo de reparacién

e, ya que existen dos causas

eterminar:
mas

barata, por lo

tanteo la reparacio

b)Y En casc de tener

responda correcta

en la ma&quina a la

la debida reclam
necesidad de ten
exterior evitando

envio nuevo que se

asi lo sera.
una tarjeta reparada que no
ente al momento de instalarla

que pertenece, se podra hacer

citn en menor tiempo, sin
r que volverla a enviar al
e asi gastos onerosos por el

tendra que hacer.
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Se puede seguir endmerando motivos wvalidos, que
justifiquen completamenta 1la implementacibn de estos
talleres, peroc los antas mencionados son los mas
relevantes y con ellos | se justifica plenamente su
creacidn.

RECOMENDACIONES
Una vez tomada la decisiéh de instalar el taller de

reparacién de tarjetas ele
el mencr tiempo posible, p

ocbtener los beneficios

continuacidén se hace una si

rtrénicas, se debe realizar en

pra asi comenzar a producir vy

que de ¢l se espera. A

prie de recomendaciones que si

bien es cierto son obvias L]gunas de ellas en ocasiones,

por ser tanm ocbvias son paE?das por alto

pudiendo causar

en ciertos casos pérdidrs considerables por no haber

sido tomadas en cuenta.

1.— E1 taller debe mant
que este sitic de
agradable para pode

orden debe manterse t

tc de repuestos,

informacioéon.

he

nerse ordenado de tal manera
rabajo sea lo suficientemente

trabajar adecuadamente. EI1
nto en el uso y almacenamien—
instrumentos

rramientas, =




LLenar formularios d
llevar un control 4
para que en lo poste

de referencia para fu

Realizar inspeccione

89

orrespondientes a fin de poder
stadistico de las reparaciones
rior estas reparaciones sirvan
turas reparaciones.
no

s periGdicas programadas

para verificar el fidl cumplimiento de las recomen-—

daciones aqui Hpus

ctas asi como de las normas

propias de cada uno en particular.

Mantener actualizado

reparacitn, con las

este tipo de trabajo.

la tecnolcocgia vy te

mediante la asisten

charlas, conferecias
cializadas, etc.

Hacer cumplir las no

lizacitn de los difer

Revisar anual o semes

citn con el fin d

reaparacibtn y no es

al personal que realiza la

nuevas técnicas aplicadas a
asi como la de los cambios en
ndencias futuras de la misma,

cia a seminarios, Cursos,

y Suscripcién a revistas espe-—

ftmas de seguridad para la rea-

4ntes trabajos.

tralmente los costos de opera-—

= actualizar los costos de

ftar cobrando m&s o menos de lo
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que realmente se debg cobrar y asi mismo dentroc de

los limites que estaBlece la competencia.
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APENDICE A

REPORTE| DE DAMOS

Mo.

CLIENTE: N R FECHA: __ 7/ 5 .
NUMERO DE PARTE: o o
DESCRIFCION: P (S S
TIENE TODDS LOS ELEMENTOS tDMPLFTDS” S1 NO__
CHEQUEADOS LOS ELEMENTOS EN Z0OCALOS? SI _ NO__
EL DAMD ES INTERMITENTE? =S NO
AFECTADO FOR LA TEMFPERATURRA? SI NO_
EL DAMO OCURRE: INMEDIATAMENTE _ EN 1/2 HORA

EN APROX X HORAS ~ MAS 3 HORAS_
HA SID0 REPARADA ANTERIORMENTE? SI _ NO
FOR EL MISMO PROBLEMA? SI _ NO

ENTREGADO FOR RECIRIDO FOR



AFPENDICE B

REPORTE d& REPARACION
No:
REFORTE DE DAMOS No.

ELEMENTOS DEFECTUOSOS URICACION No.PARTE VALOR

TECNICO Y TIEMFO EMPLEADOS

TECNICO FECHA H.ENTRADA| H.SALIDA SUBTOTAL

FECHA INICIO: _ /_ /__  FECHA PRUEBA: _ /_ /

ENTREGADO FOR
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